LEITON

1. Auftragseingang
Um einen Auftrag fUr die Leiterplattenfertigung entgegennehmen zu kénnen, bendétigt der
Leiterplattenhersteller folgende Daten und Informationen:

e Gerberdaten oder andere Layoutdaten zur Umsetzung in Fertigungsdaten. Zum
Beispiel Eagle, Target, Orcad, Sprint, Protel etc.
Stuckzahl
Terminangabe
Leiterplattendicke (0,2mm bis ca. 3mm. Standard sind meist 1,6mm)
Leiterplattenmaterial (FR4, FR5, CEM, Rogers, Isola, andere Sondermaterialien)
Kupferstarke (35um bis 300um Dickkupfer)
Lagenanzahl (sofern diese nicht eindeutig aus den Daten hervorgeht)
Ggf. Nutzenart und Groiie
M echanische Bearbeitung (Ritzen, Frasen, Stanzen, Anfasen etc.)
Oberflachenfinish (HAL, chemisch Zinn, chemisch Nickel/Gold, chemisch Silber,
Hartgold, OSP etc.)
e Lotstopplack gewlinscht (Farbwunsch, Standardfarbe ist griin)
e Elektrische Prifung (E-Test) gewunscht.
e Bestiickungsdruck gewinscht (Farbwunsch, Standardfarben weil3 oder gelb)

2. Datenkontrolle

Die Datenkontrolle wird gemeinhin auch als DRC (Design Rules Check) bezeichnet. Hierbel
werden die Daten zunéchst auf Vollsténdigkeit und dann auf die fertigungsrelevanten Regeln
der Leiterplattenherstellung hin tberprift. Dazu zdhlen vor allem:

e Pads mittig zum Bohrprogramm ,, snappen”.

e Ausreichende Restringgrofe der Kupferpads um die Bohrungen Uberprifen.

e Kleinste Bohrdurchmesser gemal3 Technol ogieaufwand tUberprifen.

e Leiterbahndicken und -Abstéande Gberprifen. Vorgaben je nach Feinheit der
Technologie. Meist ist die 6mil-Technologie (ca. 0,15mm) heutzutage Standard,
teilweise wird aber 4mil oder feiner bendtigt.

e Leiterbahnen mit Atzzugaben versehen, um der fertigungsbedingten Verjiingung
entgegenzuwirken.

e Trennung der durchkontaktierten- und nicht durchkontaktierten Bohrungenin
verschiedene Bohrprogramme.

e Rickstellung der Kupferflachen von der Fraskontur der Leiterplatte.

e Allgemeine Plausibilitatsprifung (L eiterbahnkreuzungen, fehlende Bohrungen,
Freistellungen etc.)

e L Otstoppmasken grofier als die Pads anschwellen und zu diinne Stege schlief3en.

e Fraskontur auf Lcken hin Gberprifen, Haltestege setzen und verschiedene
Frasdurchmesser zuordnen.

e Fras- und Bohrwege optimieren, um Zeit bei der Herstellung der Leiterplatten
einzusparen.

3. Daten in Ordnung?

Die Daten der Leiterplatten werden entsprechend der gewiinschten Technologien hin auf
Schlussigkeit und Machbarkeit hin Gberprift. Je nach Fertigungsverfahren gibt es
verschiedene Grenzen in der Fertigung der Leiterplatte. Sind diese Grenzen Uberschritten und
kann eine Anpassung in der CAM-Bearbeitung nicht erfolgen, muss der Kunde informiert
werden. Nicht méglich sind jedoch Funktionsprifungen der Schaltung. Die Daten gelten fur
den Leiterplattenhersteller asin Ordnung, wenn alle Design Rules eingehalten werden und
die Platine so gefertigt werden kann. Fehler im Layout kdnnen nicht Gberprift werden, da
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